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内容概要

本书从微电子技术的发展历程与发展特点入手，系统地介绍了作为信息社会基石的微电子技术的基本
概念与关键技术。
内容涵盖集成器件物理基础、集成电路制造工艺、集成电路设计方法、IC-CAD技术和集成电路的测
试与封装等多个方面。
    本书内容系统，选材先进。
既有对微电子器件与工艺的一般介绍，又有对微电子技术的深入论述。
本书可作为非微电子专业电子与电气类本科生的教材与参考书，也可以作为各类高级技术和管理人士
学习微电子技术的入门参考书。
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